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第 6 章は結論であり，各章で得られた内容をまとめ，本研究の成果を要約している． 
以上要するに，本論文は Si 系半導体結晶の固定砥粒ダイヤモンドワイヤによる高精度切断技術
を開発するとともに，被削材への加工ダメージの低減および切断加工の能率向上の両面から評価を
行うことにより，開発技術の有効性を明らかにしたものであり，生産加工学および工作機械技術の
分野において工学上，工業上寄与するところが少なくない．よって，本論文の著者は博士（工学）
の学位を受ける資格があるものと認める． 
 
 
学識確認結果 
 
学位請求論文を中心にして関連学術について上記審査会委員および総合デザイ
ン工学特別研究第 2（マルチディシプリナリ・デザイン科学専修）科目担当者で
試問を行い，当該学術に関し広く深い学識を有することを確認した． 
また，語学（英語）についても十分な学力を有することを確認した． 
 
